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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

1) The

all rjational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEClis to
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fi

this

entrysted to technical committees; any IEC National Committee interested in thepsubject dealt W

parti
with

Orggnization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined) by agreement betw

two
2) The

from

3) The
of s

Compmittees in that sense.

4) Ino

Stangdards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standar
diveqgence between the |IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall bg
indigated in the latter.

5) The
equi

6) Atte

of pgtent rights. The IEC shall not be held‘responsible for identifying any or all such patent rights.

Interndtional Standard IEC 60191-6-8 has been prepared by subcommittee 47D: Mec
standafdization of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semicor

device

This bilingual version\(2013-01) corresponds to the monolingual English version, publig
2001-08.

The te

Part 6-8: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages —
Design guide for glass sealed ceramic quad flatpack (G-QFP)

FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization'co
end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards(~Their prepa

the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte

rganizations.

all interested National Committees.

Hocuments produced have the form of recommendations for intérnational use and are published in
andards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the

der to promote international unification, IEC NatiopalyCommittees undertake to apply IEC Inte

IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsibl¢
ment declared to be in conformity with orfie-of its standards.

tion is drawn to the possibility that seme of the elements of this International Standard may be the

D .

t of this'standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

nprising
promote
elds. To
ation is
ith may

Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmeéntal organizationq liaising

national
een the

formal decisions or agreements of the IEC on technical matters{express, as nearly as poszible, an
interhational consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has repre

entation

he form
National

national
ds. Any
clearly

for any

subject

nanical
ductor

hed in

47D/438/FDIS 47D/456/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;
* withdrawn;
* replaced by a revised edition, or

* am

ended.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -
Part 6-8: General rules for the preparation of outline drawings

of surface mounted semiconductor device packages —
Design guide for glass sealed ceramic quad flatpack (G-QFP)

1 Scope and object

This part of IEC 60191 provides the common outline drawings and dimensions for al| types
of stru¢tures and composed materials of glass sealed ceramic quad flatpack ((hergdinafter
called G-QFP).

The ohject of this design guide is to standardize outlines and obtain interchangeability of G-
QFP.

2 Nogrmative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in th|s text,
constitute provisions of this part of IEC 60191. For dated references, subsequent gmend-
ments |to, or revisions of, any of these publication§ do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 60191 are encouraged to investigate the possibility of
applyirjg the most recent editions of the normative:documents indicated below. For updated
refererjces, the latest edition of the normative document referred to applies. Members |of IEC
and ISP maintain registers of currently valid Int€rnational Standards.

IEC 601191 (all parts), Mechanical standardization of semiconductor devices

3 Définitions

For the¢ purpose of this part.of IEC 60191, the following definition, as well as those gjven in
the otHer parts of this standard, apply.

3.1

G-QFPF
glass gealed package with gull-wing formed terminals which are led out in four direct|ons to
mount jon PCB*surface

4 Numbering of the pins

The index area is positioned at the upper left corner of the package body when it is viewed
from the seating plane. The terminal that is closest to the index corner is numbered 1, and
continued terminals that count in counter-clockwise directions are numbered 2, 3.
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Table 1 — Group 1: Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Limits to be observed Recommended values for the dimensions
Ref. Note 2
Min. Nom. Max. mm
n X 1
np X 1
Ng X 1
A X Amax. =0,5xm 2
m =3,4,5,6,7,8,9, 10, 11
A1 X X X Ay 0700~ 0,25
A1 rom 0,10 | 0,40
A1 hax 0,25 | 0,50
A2 X X X A2 Lin 0,51 1,01 1,51 2,01 2)81
A2 om 0,76 1,26 1,76 | 2,26 |\ 2,76
A2 ax 1,00 1,50 | 2,00 | 2,50~} 3,00
A2 in 3,01 3,51 4,01 4,51
A2 om 3,26 | 3,76 | 4,26 '| 4,76
A2 ax 3,50 | 4,00, 4,50 | 5,00
X = 0,25
bp X X X IE‘ bp min bp nom bp max
1,0 0,35 0,42 0,50
0,8 0,30 0,37 0,45
0,65 0,25 0,32 0,40
0,5 0,15 0,22 0,30
0,4 0,15 0,18 0,22
D X E nom D nom 4
5xK-0,8 K=24
E X Regular 6 xK-0,8 m=3,4,5
square 7xK-0,8
20 +4m -0,8
Rectangular | 7xK—-0,8 |5x2K-0,8
E nom X D nom
yudre nectangulidarl
9,2 x 9,2 13,2 x 19,2
11,2 x 11,2 | 27,2 x 39,2
13,2 x 13,2
19,2 x 19,2
23,2 x 23,2
27,2 x 27,2
31,2 x 31,2
35,2 x 35,2
39,2 x 39,2
a See notes on pages 9 and 10.
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Limits to be observed Recommended values for the dimensions
Ref. Note 2
Min. Nom. Max. mm
[e] X [e] nom. =1,0; 0,8; 0,65; 0,5; 0,4 5
HD X X X HD nom = D nom +2L nom
HD min = D nom ~ 0,2
HD max — D nom + 0'2
HE X X X HE nom — E nom +2L nom
HE min = HE nom — 0,2
HE max — HE nom + 0’2
L X Lhwom =1.8;2,1;2,4
Lp X X X L nom Lp min Lp nom Lp max
1,8,2,1| 0,45 0,60 0,75
2,4 0,73 0,88 1,03
v X V max = 0,3 6
w X E w max E Wmax 6
1,0 0,20 0,5 0310
0,8 0,16 0,4 0,10
0,65 0,13
X Y max = 0,10
X X X 0 min =0°
e nom = 30
0 ax = 10°
a Sge notes on pages 9 and 10.
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Table 2 — Group 2: Dimensions appropriate to mounting and gauging

Limits to be observed Recommended values for the dimensions
Ref. Note 2
Min. Nom. Max. mm
b, X B2 max = Pp max * W max
lEl b2 max
1,00 0,70
0,80 0,61
0,65 0,53
0,50 0,40
0,40 0,32
[e] [e] nom = 1,0; 0,8; 0,65; 0,5; 0,4 5
|£_D_| |E_D_|=HD nom_Lpnom
E |£_E_|=HE nom_Lpnom
I X 12 max = Lp max * V max
L nom I2 max
1,8; 2,1 1,05
2,4 1,33
a Sde notes on pages 9 and 10
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Table 3 — Group 3: Dimensions appropriate to automated handling

Limits to be observed Recommended values for the dimensions

Ref. Note
Min. Nom. Max. mm

A, X X X Ay min 0,51 1,01 1,51 2,01 2,51

Ay nom | 0,76 | 1,26 | 1,76 | 2,26 | 2,76
Ay max | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00

Ay min | 3,01 | 3,51 | 4,01 | 4,51

26 2. 70 4
zo T TO “5

i\
2 nom

A max | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00

D X X D min=D nom—-0,3
D max =D nom + 0,3

E X X E min = E nom—0,3
E max = E nom * 0,3

k X No definition

Q X No definition

p X B = 45°

Table 4 — Group 4: Dimensions-for information only

Limits to be observed Recommended values for the dimensions
Ref. Note @
Min. Nom. Max. mm
c X X [e] Cmin | € max 7

[e]>065| 0,12 | 0,23
[e]<0,50| 0,10 | 0,20

Zp X X Z5 nom = (D nom = (o — 1) [e]) / 2 8
ZDmax=(Dmax_(nD_1)|E|)/2
Zg X X ZEnom=(Enom_(nE_1)|E|)/2 8

ZEmaxz(Emax_(nE_1)|E|)/2

a Sge notes\on pages 9 and 10.
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NOTE 1

—9-

The relation between the package body size and the maximum number of terminals will be as shown in
the following table.

a) Regular square shape series

E x D* N nom (MD nom = NE nom = N nom / 4)
@ 1,00 0,80 0,65 0,50 0,40
10 x 10 36 44 52 64 80
12 x 12 48 64 80 100
14 x 14 52 64 80 100 120
20 x 20 7% 88 TT2 4% T7%
24 x 24 176 216
28 x 28 128 160 208 256
32 x 32 184 240 296
36 x 36 272 336
40 x 40 232 304 376
b) Redtangular shape series
ExD? N nom (ND nom’ PE nom)
@ 1,00 0,80 0,65 0,50 0,40
14 x 20 64 80 100
(13, 19) (16, 24) (20,30)
28 x 40 256
(52,76)
a The E, D values shown\in'this table indicate integral numbers (as shown)
minus 0,8 mm.
NOTE 2| The values stipulated by the mathematical expression must be applied to the individuall overall
dimensipnal standards.
NOTE 3| The following values.are recommended for the thickness of the ceramic excluding the sealing glass.
Base 1,27
Cap 1,27
Frame 0,76
Tid U,76
/Cap /Lid

_— Frame

\ Base

IEC 1365/01

Lead

0
J‘ I \L/ frame
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NOTE 6
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Seal mismatching and glass protrusion are not included.

Stipulates the true geometrical position.

The values v, w are stipulated as ‘@' vorw @ without A, B as a datum line, and eliminate datum

A and datum B from figure 1a.

The reasons are as follows.

a) Generally, in the case of ceramic packages, a tolerance of the outside dimensions is wider than that of plastic
moulded package. Therefore, the lead true position based on ceramic body dimension is a rather large value
like 0,6 mm, generally.

These large values v and w are not useful for users.

b) E and D, the package outside dimension of G-QFP, do not include seal mismatching and glass protrusion

acc

ding to note 4, so jt is meaningless to specify E and D as datum planes

c) Inth
fram

For i

poin{,

Ther
NOTE 7

NOTE 8
the seal

NOTE 9

e semiconductor industry, QFP type packages are handled not by package body, but by the tip ‘of
B, in general.

nstance, QFP is handled in electrical tests or mounting onto printed circuit board by lead frame a
not by package body, especially for a high-pin-count/fine-pitch QFP.

efore, it is not so significant to stipulate package width/length as a datum line.
These values include the thickness of finish plating.

Since in the G-QFP the part corresponding to this dimension is not the outermost side of the g

mismatching and the glass protrusion are not included, and only the standatd values are stipulated.

The pin layout is determined as follows.
ExD E Tetminal layout
|
1 I 1]
- = 1 F
10 x 10 0,80 I S B
10 x 10 0,65 L | |
—_ | —
0,50
1414 UL**#L—UU IEC 1366/01
12 x 12 0,40 L . .
The package centre coincides with the terminal
centre.

Other comhinations of E x D
and [e]besides the afore-
mentioned ones

I
|

|
UL,,UM,JU IEC 1367/01

HW“T‘LF“WH
UL“JT‘L“JJH

The terminal centre is deviated by E /2 from
the package centre.

the lead

a base

ackage,
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-8: Régles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des dispositifs
a semiconducteurs a montage en surface —
Guide de conception pour les boitiers plats

quadrangulalres en ceramique, scellement verre ‘G-QFP'

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mandiale de norm
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natienaux de la CEl). U
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questiofis, de normalisation d
hines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres™activités — publie des
hationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, (des Spécifications access
c (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CELl"). Eeur élaboration est config
tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut partici

bment aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organi§ation Internationale de Normalisatid
des conditions fixées par accord entre les deux organisatiofis.

écisions ou accords officiels de la CEl concernant les guestions techniques représentent, dans |g
pssible, un accord international sur les sujets étudiés,\étant donné que les Comités nationaux d
bssés sont représentés dans chaque comité d’études:

Publications de la CEIl se présentent sous la formie de recommandations internationales et sont
ne telles par les Comités nationaux de la CEIl."Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qu

s'asqure de I'exactitude du contenu technique devSes publications; la CEl ne peut pas étre tenue resg

del'

bventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dang le but d'encourager 'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans

mes

ire possible, a appliquer de fagon\transparente les Publications de la CEIl dans leurs pub

natignales et régionales. Toutes divérgences entre toutes Publications de la CEl et toutes pub|
natignales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La
resp

6) L’att
I’obj
resp

La Nor

mécan

El n’a prévu aucune procédure de marquage valant indication d’approbation et n'engage
bnsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses Publications.

bntion est attirée sur-levfait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peuv
bt de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre ten
bnsable de ne pas‘avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenc

jque des-dispositifs a semiconducteurs, du comité d'études 47 de la CEl: Dispo

semicqnducteurs.

La pré

hlisation
a CEIl a
ans les
Normes
bles au
te a des
ber. Les

hisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, pdrticipent

n (1SO),

mesure
P la CEI

agréées
e la CEI
onsable

toute la
ications
ications

pas sa

ent faire
Le pour

b

me internationale CEl 60191-6-8 a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation

sitifs a

en 2001-08.

| ion bili 2013.01) )1 : . I ublice

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47D/438/FDIS et 47D/456/RVD.

Le rapport de vote 47D/456/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
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Le comité a décidé que le contenu de la présente publication ne sera pas modifié avant 2005.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-8: Régles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des dispositifs
a semiconducteurs a montage en surface —
Guide de conception pour les boitiers plats
quadrangulaires en céramique, scellement verre (G-QFP)

1 Dg

La pré

maine d'application et objet

sente partie de la CEI 60191 fournit les dessins d'encombrement ety les dime

couragts de tous les types de structures et de matériaux composés. de boitiers

quadr

L'objeq
I'interc

2 Ré

Les do
qui y €
Pour lg
ne s'a
partie

plus ré
dernie
I'"SO p

CEI 60

3 Dé

Pour lg
qui sof

3.1

ngulaires en céramique, scellement verre (appelés ci-aprés G-QEP).

tif du présent guide de conception est de normaliser les(encombrements et d'
hangeabilité des G-QFP.

férences normatives

cuments normatifs suivants contiennent desdispositions qui, par suite de la réf
st faite, constituent des dispositions valablés pour la présente partie de la CEl
s références datées, les amendements_ultérieurs ou les révisions de ces publi
bpliquent pas. Toutefois, les parties *prenantes aux accords fondés sur la pr
de la CEI 60191 sont invitées a reGhercher la possibilité d'appliquer les éditig
centes des documents normatifs indiqués ci-aprées. Pour les références non dat
e édition du document de référence s'appliqgue. Les membres de la CEIl

possedent le registre des Normes internationales en vigueur.

191 (toutes les parties), Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducte
finitions

s besoins’de'la présente partie de la CEIl 60191, la définition qui suit, ainsi qu¢

t données dans les autres parties la présente norme, s'appliquent.
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boitier a scellement verre avec broches en forme d'aile de mouette disposées dans les quatre
directions pour montage sur une surface de PCB (Carte de circuit imprimé, «Printed Circuit
Board»)

4 Numérotage des broches

La zone d'index est positionnée au coin supérieur gauche du corps du boitier, vu de la
surface de portée. La borne la plus proche du coin d'index est numérotée 1 et I'ordre suivant
des broches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est 2, 3.
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Tableau 1 — Groupe 1: Dimensions appropriées au montage et a lI'interchangeabilité

Limites a observer Valeurs recommandées pour les dimensions
Réf. Note 2
Min. Nom. Max. mm
n X 1
np X 1
Ng X 1
A X Amax. =0,5xm 2
m =3,4,5,6,7,8,9, 10, 11
A1 X X X At 0700 0,25
Al om 0,10 | 0,40
A1 hax 0,25 | 0,50
A2 X X X A2 in 0,51 1,01 1,51 2,01 2)81
A2 om 0,76 | 1,26 | 1,76 | 2,26 |\ 2,76
A2 ax 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50~} 3,00
A2 Lin 3,01 3,51 4,01 4,51
A2 om 3,26 | 3,76 | 4,26 °| 4,76
A2 ax 3,50 | 4,004,450 | 5,00
X = 0,25
bp X X X El bp min bp nom bp max
1,0 0,35 0,42 0,50
0,8 0,30 0,37 0,45
0,65 0,25 0,32 0,40
0,5 0,15 0,22 0,30
0,4 0,15 0,18 0,22
D X E nom D nom 4
5xK-0,8 K=24
E X Carré 6xK-0,8 m=3,4,5
régulier 7xK-0,8
20 +4m -0,8
Rectangu- 7xK-0,8 |[5x2K-0,8
laire
E o xD o
Carré Rectangu-
laire
9,2 x9,2 13,2 x 19,2
11,2 x 11,2 | 27,2 x 39,2
13,2 x 13,2
19,2 x 19,2
23,2 x 23,2
27,2 x 27,2
31,2 x 31,2
35,2 x 35,2
39,2 x 39,2
a Voir notes pages 9 et 10.
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Tableau 1 (suite)

Limites a observer Valeurs recommandées pour les dimensions
Réf. Note 2
Min. Nom. Max. mm
El X k] nom. =1,0; 0,8; 0,65; 0,5; 0,4 5
HD X X X HD nom = D nom +2L nom
HD min = D nom ~ 0,2
HD max — D nom + 012
HE X X X HE nom — E nom +2L nom
HE min = HE nom — 0,2
HE max HE nom + 0’2
L X Lhwom =1.8;2,1;2,4
Lp X X X L nom Lp min Lp nom Lp max
1,8,2,1| 0,45 0,60 0,75
2,4 0,73 0,88 1,03
v X V max = 0,3 6
w X @ w max @ w max 6
1,0 0,20 0,5 0340
0,8 0,16 0,4 0,10
0,65 0,13
y X Y max = 0,10
X X X 0 min =0°
9 nom = 30
0 nax = 10°
a \Vdir notes pages 10 et 11.
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Tableau 2 — Groupe 2: Dimensions appropriées au montage et au calibrage

Limites a observer Valeurs recommandées pour les dimensions
Réf. Note 2
Min. Nom. Max. mm
b, X b2 max = bp max T W max
|§| b2 max
1,00 0,70
0,80 0,61
0,65 0,53
0,50 0,40
0,40 0,32
3 kel nom = 1,0; 0,8; 0,65; 0,5; 0,4 5
|ED| @=HDnom_Lpnom
|EE| |;TE|=HEnom_Lp nom
I X 12 max = Lp max * V max
L nom I2 max
1,8; 2,1 1,05
2,4 1,33
a Vdir notes pages 10 et 11.
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